Klasifikace dle DIN EN 13164

Provedeni hrany : hrana HLADKY

Provedeni povrchu : povrch MRIZKOVANY

Produktovy list

X-FOAM WAFER

Dep - IneEar

Spodnl

Tloustka balik balik Tepelna vodivost "Ap"! ceny bez DPH | s DPH
4 600,00 K&/ md3 > -
(mm) ks m?2 W/ (m*Kk) KE/ ks | K&/ m2{KE/ m
20 20 15 0,033 69,00 | 92,00 | 110,40
30 14 10,50 0,033 103,50 | 138,00 | 165,60
= 40 10 7,5 0,033 138,00 | 184,00 | 220,80
it - 50 8 6 0,034 172,50 { 230,00 § 276,00
T 7 60 7 525 0,034 207,00 | 276,00 | 331,20
e 80 5 3,75 0,036 276,00 | 368,00 | 441,60
u 100 4 3 0,036 345,00 { 460,00 | 552,00
120 3 2,25 0,036 414,00 | 552,00 | 662,40
140 3 2,25 0,038 483,00 | 644,00 | 772,80
160 2 1,5 0,038 552,00 | 736,00 ! 83,20
Pevnost v tlaku pFi 10% deformaci kPa EN 826 300 (D
Pozarni klasifikace Euro tfida EN 13501-1 E
Objemova hmotnost kg/m?3 EN 1602 31
Napéti v tlaku po 50 letech pfi 2% deformaci kPa EN 1606 -
Pevnost v tahu kPa EN 1607 > 300
Modul pruznosti kPa EN 826 -
Pruznost v ohybu kPa EN 12089 -
pruznost ve smyku kPa EN 12090 -
Chovani p¥i cyklickém zatézovani kPa EN 13793 -
Dlouhodoba nasakavost obj.-% EN 12087 0,25
Dlouhodoba navihavost obj.-% EN 12088 3
Difuzni odpor 7] EN 12086 80
Hranicni teplota pouziti °C 75
Nasakavost pfi mrazovych cyklech obj.-% EN 12091 <1

1) u tloudtky 20 mm - 200 kPa

Tags: Extrudovany Polystyren Podlahy Polystyren Stfechy Wafer X Foam Xps
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